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(57)【要約】
【課題】低粘度で作業性が良く、ブリードアウトが十分に抑制され、信頼性に優れる半導
体装置を生産性よく製造することが可能な、樹脂ペースト組成物を提供すること。
【解決手段】（メタ）アクリル酸エステル化合物と、重合開始剤と、充填材と、環式モノ
テルペン骨格を有する化合物と、を含有する、樹脂ペースト組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（メタ）アクリル酸エステル化合物と、重合開始剤と、充填材と、環式モノテルペン骨
格を有する化合物と、を含有する、樹脂ペースト組成物。
【請求項２】
　前記環式モノテルペン骨格を有する化合物の含有量が、前記樹脂ペースト組成物の総量
基準で１～１０質量％である、請求項１に記載の樹脂ペースト組成物。
【請求項３】
　エポキシ樹脂及びエポキシ樹脂硬化剤をさらに含有する、請求項１又は２に記載の樹脂
ペースト組成物。
【請求項４】
　カップリング剤をさらに含有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂ペースト
組成物。
【請求項５】
　可とう化剤をさらに含有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の樹脂ペースト組成
物。
【請求項６】
　前記可とう化剤が液状ゴム又は熱可塑性樹脂である、請求項５に記載の樹脂ペースト組
成物。
【請求項７】
　前記充填材が銀粉である、請求項１～６のいずれか一項に記載の樹脂ペースト組成物。
【請求項８】
　支持部材と、半導体素子と、前記支持部材及び前記半導体素子の間に配置され、前記支
持部材及び前記半導体素子を接着する接着層と、を備え、
　前記接着層が、請求項１～７のいずれか一項に記載の樹脂ペースト組成物の硬化物を含
む、半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂ペースト組成物及び半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体チップの高集積化に伴って半導体チップの発熱量が大きくなってきており
、ダイボンド材には高熱伝導特性が求められてきている。また、高温化で使用されるオー
トモーティブ用途のパッケージにおいても、ダイボンド材の高熱伝導特性が必要である。
【０００３】
　ダイボンド材の高熱伝導特性を実現するためには、ダイボンド材として用いる樹脂ペー
スト中の充填材の配合量を多くする必要がある。しかしながら、樹脂ペースト中の充填材
の配合量を多くすると、樹脂ペーストの粘度が高くなり作業性が低下してしまう。そのた
め、従来の樹脂ペーストでは、粘度調整のために溶剤を添加することが一般的である。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、高熱伝導性を有する半導体用樹脂ペーストとして、エポキシ
樹脂、酸無水物、イミダゾール化合物、銀粉、溶剤からなる導電ペーストであり、エポキ
シ樹脂１００重量部に対して酸無水物が５０～１５０重量部、イミダゾール化合物が０．
１～１０重量部、銀粉が８００～４０００重量部、溶剤が１０～２００重量部であること
を特徴とする半導体用樹脂ペーストが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１７１１７０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような溶剤を含有する樹脂ペーストを用い
て半導体装置を製造すると、樹脂成分の基板へのにじみ出し現象（ブリードアウト）が生
じて、半導体装置の信頼性及び生産性が低下するおそれがある。
【０００７】
　そのため、充填材を多く配合した樹脂ペーストにおいて、粘度を十分に低下させて樹脂
ペーストの作業性を向上させることと、ブリードアウトを十分に抑制して半導体装置の信
頼性及び生産性を向上させることと、を両立させることは困難である。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、低粘度で作業性が良く、ブリードア
ウトが十分に抑制され、信頼性に優れる半導体装置を生産性よく製造することが可能な、
樹脂ペースト組成物を提供することを目的とする。また本発明は、上記樹脂ペースト組成
物を用いて製造された半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、（メタ）アクリル酸エステル化合物と、重合開始剤と、充填材と、環式モノ
テルペン骨格を有する化合物と、を含有する、樹脂ペースト組成物を提供する。
【００１０】
　本発明の樹脂ペースト組成物は、低粘度で作業性に優れる。また、本発明の樹脂ペース
ト組成物によれば、ブリードアウトが十分に抑制され、信頼性に優れる半導体装置を生産
性良く製造することができる。
【００１１】
　本発明においては、環式モノテルペン骨格を有する化合物が粘度調整剤として働くこと
で低粘度化が実現されるとともに、環式モノテルペン骨格を有する化合物によって樹脂成
分と充填材との親和性が向上し、ブリードアウトの抑制が実現されると考えられる。
【００１２】
　本発明において、環式モノテルペン骨格を有する化合物の含有量は、樹脂ペースト組成
物の総量基準で１～１０質量％であることが好ましい。環式モノテルペン骨格を有する化
合物の含有量が上記範囲であると、上述の効果が一層顕著に奏される。
【００１３】
　本発明の樹脂ペースト組成物は、エポキシ樹脂及びエポキシ樹脂硬化剤をさらに含有し
ていてもよい。
【００１４】
　また、本発明の樹脂ペースト組成物は、カップリング剤をさらに含有していてもよい。
【００１５】
　また、本発明の樹脂ペースト組成物は、可とう化剤をさらに含有していてもよく、該可
とう化剤としては液状ゴム、熱可塑性樹脂等を選択することができる。
【００１６】
　本発明の樹脂ペースト組成物において、上記充填材は銀粉であってもよい。このような
樹脂ペースト組成物は、高熱伝導特性に一層優れるとともに、樹脂成分と充填材との親和
性が一層向上し、ブリードアウトが一層抑制される。
【００１７】
　本発明はまた、支持部材と、半導体素子と、支持部材及び半導体素子の間に配置され、
支持部材及び半導体素子を接着する接着層と、を備え、接着層が、上記樹脂ペースト組成
物の硬化物を含む、半導体装置を提供する。
【００１８】
　本発明の半導体装置は、上記樹脂ペースト組成物の硬化物を含む接着層により、支持部
材と半導体素子とが接着されているため、ブリードアウトが生じ難く、信頼性に優れる。
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【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、低粘度で作業性が良く、ブリードアウトが十分に抑制され、信頼性に
優れる半導体装置を生産性よく製造することが可能な、樹脂ペースト組成物が提供される
。また本発明によれば、上記樹脂ペースト組成物を用いて製造された半導体装置が提供さ
れる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の樹脂ペースト組成物及び半導体装置の好適な実施形態について以下に説明する
。なお、本明細書中、「（メタ）アクリル」とは、アクリル又はメタクリルを意味する。
すなわち、「（メタ）アクリロイルオキシ基を有する」とは、アクリロイルオキシ基又は
メタアクリロイルオキシ基を有することを意味する。
【００２１】
　本実施形態に係る樹脂ペースト組成物は、（メタ）アクリル酸エステル化合物（以下、
場合により「（Ａ）成分」と称する。）と、重合開始剤（以下、場合により「（Ｂ）成分
と称する。」）と、充填材（以下、場合により「（Ｃ）成分」と称する。）と、環式モノ
テルペン骨格を有する化合物（以下、場合により「（Ｄ）成分」と称する。）と、を含有
する。
【００２２】
　（Ａ）成分は、アクリル酸エステル化合物及びメタアクリル酸エステル化合物からなる
群より選択される少なくとも一種を含む。ここで、アクリル酸エステル化合物は、１分子
中に１個以上のアクリロイルオキシ基を有する化合物であり、メタアクリル酸エステル化
合物は、１分子中に１個以上のメタアクリロイルオキシ基を有する化合物である。
【００２３】
　（Ａ）成分としては、例えば、１分子中に１個の（メタ）アクリロイルオキシ基を有す
る化合物（以下、場合により「（Ａ－１）成分」と称する。）、１分子中に２個の（メタ
）アクリロイルオキシ基を有する化合物（以下、場合により「（Ａ－２）成分」と称する
。）、１分子中に３個以上の（メタ）アクリロイルオキシ基を有する化合物（以下、場合
により「（Ａ－３）成分」と称する。）が挙げられる。
【００２４】
　（Ａ－１）成分の１個のアクリロイルオキシ基を有する化合物としては、例えば、メチ
ルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレー
ト、ｎ－ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｔ－ブチルアクリレート、アミ
ルアクリレート、イソアミルアクリレート、ヘキシルアクリレート、ヘプチルアクリレー
ト、オクチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、ノニルアクリレート、デ
シルアクリレート、イソデシルアクリレート、ラウリルアクリレート、トリデシルアクリ
レート、ヘキサデシルアクリレート、ステアリルアクリレート、イソステアリルアクリレ
ート、シクロヘキシルアクリレート、イソボルニルアクリレート、トリシクロ［５．２．
１．０２，６］デシルアクリレート、２－（トリシクロ）［５．２．１．０２，６］デカ
－３－エン－８－イルオキシエチルアクリレート、２－（トリシクロ）［５．２．１．０
２，６］デカ－３－エン－９－イルオキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルア
クリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、ダイマージオールモノアクリレート
、ジエチレングリコールアクリレート、ポリエチレングリコールアクリレート、ポリプロ
ピレングリコールアクリレート、２－メトキシエチルアクリレート、２－エトキシエチル
アクリレート、２－ブトキシエチルアクリレート、メトキシジエチレングリコールアクリ
レート、メトキシポリエチレングリコールアクリレート、２－フェノキシエチルアクリレ
ート、フェノキシジエチレングリコールアクリレート、フェノキシポリエチレングリコー
ルアクリレート、２－ベンゾイルオキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェ
ノキシプロピルアクリレート、ベンジルアクリレート、２－シアノエチルアクリレート、
γ－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、グリシジルアクリレート、テトラヒドロ
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フルフリルアクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレ－ト、ジシクロペン
タニルアクリレ－ト、ジシクロペンテニルアクリレ－ト、テトラヒドロピラニルアクリレ
ート、ジメチルアミノエチルアクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート、１，２
，２，６，６－ペンタメチルピペリジニルアクリレート、２，２，６，６－テトラメチル
ピペリジニルアクリレート、アクリロキシエチルホスフェート、アクリロキシエチルフェ
ニルアシッドホスフェート、β－アクリロイルオキシエチルハイドロジェンフタレート、
β－アクリロイルオキシエチルハイドロジェンサクシネートが挙げられる。
【００２５】
　また、（Ａ－１）成分の１個のメタアクリロイルオキシ基を有する化合物としては、例
えば、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプ
ロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、ｔ－ブ
チルメタクリレート、アミルメタクリレート、イソアミルメタクリレート、ヘキシルメタ
クリレート、ヘプチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、２－エチルヘキシルメ
タクリレート、ノニルメタクリレート、デシルメタクリレート、イソデシルメタクリレー
ト、ラウリルメタクリレート、トリデシルメタクリレート、ヘキサデシルメタクリレート
、ステアリルメタクリレート、イソステアリルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリ
レート、イソボルニルメタクリレート、トリシクロ［５．２．１．０２，６］デシルメタ
クリレート、２－（トリシクロ）［５．２．１．０２，６］デカ－３－エン－８－イルオ
キシエチルメタクリレート、２－（トリシクロ）［５．２．１．０２，６］デカ－３－エ
ン－９－イルオキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－
ヒドロキシプロピルメタクリレート、ダイマージオールモノメタクリレート、ジエチレン
グリコールメタクリレート、ポリエチレングリコールメタクリレート、ポリプロピレング
リコールメタクリレート、２－メトキシエチルメタクリレート、２－エトキシエチルメタ
クリレート、２－ブトキシエチルメタクリレート、メトキシジエチレングリコールメタク
リレート、メトキシポリエチレングリコールメタクリレート、２－フェノキシエチルメタ
クリレート、フェノキシジエチレングリコールメタクリレート、フェノキシポリエチレン
グリコールメタクリレート、２－ベンゾイルオキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキ
シ－３－フェノキシプロピルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、２－シアノエチ
ルメタクリレート、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、グリシジルメタク
リレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルメ
タクリレ－ト、ジシクロペンタニルメタクリレ－ト、ジシクロペンテニルメタクリレ－ト
、テトラヒドロピラニルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチ
ルアミノエチルメタクリレート、１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジニルメタク
リレート、２，２，６，６－テトラメチルピペリジニルメタクリレート、メタクリロキシ
エチルホスフェート、メタクリロキシエチルフェニルアシッドホスフェート、β－メタク
リロイルオキシエチルハイドロジェンフタレート、β－メタクリロイルオキシエチルハイ
ドロジェンサクシネートが挙げられる。
【００２６】
　（Ａ－１）成分としては、樹脂ペースト組成物を用いて製造した半導体装置におけるダ
イシェア強度が一層向上する観点から、下記式（Ｉ）で表される化合物が好ましい。
【００２７】
【化１】

【００２８】
　式中、Ｒ１は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ２は脂環式基又は複素環式基を示し、Ｘ
は炭素数１～５のアルキレン基を示し、ｎは０～１０の整数を示す。ｎが２以上の整数で
あるとき、複数存在するＸは互いに同一であっても異なっていてもよい。ここで脂環式基
は、炭素原子が環状に結合した構造を有する基であり、複素環式基は、炭素原子とヘテロ
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原子とが環状に結合した構造を有する基である。
【００２９】
　脂環式基としては、下記式（１－１）、（１－２）、（１－３）又は（１－４）で表さ
れる基が挙げられる。
【００３０】
【化２】

【００３１】
　式中、Ｒ３、Ｒ４及びＲ５はそれぞれ独立に、水素原子又は炭素数１～５のアルキル基
を示す。
【００３２】
　複素環式基としては、下記式（２－１）、（２－２）、（２－３）又は（２－４）で表
される基が挙げられる。
【００３３】
【化３】

【００３４】
　式中、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０はそれぞれ独立に、水素原子又は炭素数１～
５のアルキル基を示す。
【００３５】
　式（Ｉ）で表される化合物としては、例えば、シクロヘキシルアクリレート、イソボル
ニルアクリレート、トリシクロ［５．２．１．０２，６］デシルアクリレート、２－（ト
リシクロ）［５．２．１．０２，６］デカ－３－エン－８－イルオキシエチルアクリレー
ト、２－（トリシクロ）［５．２．１．０２，６］デカ－３－エン－９－イルオキシエチ
ルアクリレート、グリシジルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、ジシ
クロペンテニルオキシエチルアクリレ－ト、ジシクロペンタニルアクリレ－ト、ジシクロ
ペンテニルアクリレ－ト、テトラヒドロピラニルアクリレート、ジメチルアミノエチルア
クリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート、１，２，２，６，６－ペンタメチルピ
ペリジニルアクリレート、２，２，６，６－テトラメチルピペリジニルアクリレートシク
ロヘキシルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、トリシクロ［５．２．１．０
２，６］デシルメタクリレート、２－（トリシクロ）［５．２．１．０２，６］デカ－３
－エン－８－イルオキシエチルメタクリレート、２－（トリシクロ）［５．２．１．０２

，６］デカ－３－エン－９－イルオキシエチルメタクリレート、グリシジルメタクリレー
ト、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルメタクリ
レ－ト、ジシクロペンタニルメタクリレ－ト、ジシクロペンテニルメタクリレ－ト、テト
ラヒドロピラニルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチルアミ
ノエチルメタクリレート、１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジニルメタクリレー
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ト、２，２，６，６－テトラメチルピペリジニルメタクリレートが挙げられる。
【００３６】
　（Ａ－２）成分の１分子中に２個のアクリロイルオキシ基を有する化合物としては、例
えば、エチレングリコールジアクリレート、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１
，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，９－ノナンジオールジアクリレート、１，
３－ブタンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ダイマー
ジオールジアクリレート、ジメチロールトリシクロデカンジアクリレート、ジエチレング
リコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリ
コールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、トリプロピレングリコ
ールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、ビス（アクリロキシプ
ロピル）ポリジメチルシロキサン、ビス（アクリロキシプロピル）メチルシロキサン－ジ
メチルシロキサンコポリマーが挙げられる。また、（Ａ－２）成分としては、ビスフェノ
ールＡ、ビスフェノールＦ又はビスフェノールＡＤ１モルとグリシジルアクリレート２モ
ルとの反応物；ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ又はビスフェノールＡＤのポリエチ
レンオキサイド付加物のジアクリレート；ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ又はビス
フェノールＡＤのポリプロピレンオキサイド付加物のジアクリレート；等も挙げられる。
【００３７】
　（Ａ－２）成分の１分子中に２個のメタクリロイルオキシ基を有する化合物としては、
例えば、エチレングリコールジメタクリレート、１，４－ブタンジオールジメタクリレー
ト、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、１，９－ノナンジオールジメタクリレ
ート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレ
ート、ダイマージオールジメタクリレート、ジメチロールトリシクロデカンジメタクリレ
ート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレー
ト、テトラエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレ
ート、トリプロピレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジメタク
リレート、ビス（メタクリロキシプロピル）ポリジメチルシロキサン、ビス（メタクリロ
キシプロピル）メチルシロキサン－ジメチルシロキサンコポリマーが挙げられる。また、
（Ａ－２）成分としては、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ又はビスフェノールＡＤ
１モルとグリシジルメタクリレート２モルとの反応物；ビスフェノールＡ、ビスフェノー
ルＦ又はビスフェノールＡＤのポリエチレンオキサイド付加物のジメタクリレート；ビス
フェノールＡ、ビスフェノールＦ又はビスフェノールＡＤのポリプロピレンオキサイド付
加物のジメタクリレート；等も挙げられる。
【００３８】
　（Ａ－２）成分としては、樹脂ペースト組成物を用いて製造した半導体装置における熱
時ダイシェア強度が一層向上する観点から、下記式（ＩＩ）で表される化合物が好ましい
。
【００３９】
【化４】

【００４０】
　式中、Ｒ１１及びＲ１２はそれぞれ独立に水素原子又はメチル基を示し、Ｒ１３及びＲ
１４はそれぞれ独立に水素原子又は炭素数１～５のアルキル基を示し、Ｙ１及びＹ２はそ
れぞれ独立に炭素数１～５のアルキレン基を示し、ｐ及びｑはそれぞれ独立に１～２０の
整数を示す。ｐが２以上の整数であるとき、複数存在するＹ１は互いに同一であっても異
なっていてもよい。ｑが２以上の整数であるとき、複数存在するＹ２は互いに同一であっ
ても異なっていてもよい。
【００４１】



(8) JP 2012-188465 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

　（Ａ－３）成分の１分子中に３個以上のアクリロイルオキシ基を有する化合物としては
、例えば、トリメチロールプロパントリアクリレート、エチレンオキシド変性トリメチロ
ールプロパントリアクリレート、プロピレンオキシド変性トリメチロールプロパントリア
クリレート、エチレンオキシド・プロピレンオキシド変性トリメチロールプロパントリア
クリレート、テトラメチロールメタントリアクリレート、テトラメチロールメタンテトラ
アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールヘ
キサアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレートが挙げられる。
【００４２】
　（Ａ－３）成分の１分子中に３個以上のメタクリロイルオキシ基を有する化合物として
は、例えば、トリメチロールプロパントリメタクリレート、エチレンオキシド変性トリメ
チロールプロパントリメタクリレート、プロピレンオキシド変性トリメチロールプロパン
トリメタクリレート、エチレンオキシド・プロピレンオキシド変性トリメチロールプロパ
ントリメタクリレート、テトラメチロールメタントリメタクリレート、テトラメチロール
メタンテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールペンタメタクリレート、ジペンタ
エリスリトールヘキサメタクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレートが挙げ
られる。
【００４３】
　（Ａ）成分としては、上記の化合物のうち一種を単独で又は二種以上を組み合わせて用
いることができる。例えば（Ａ）成分としては、（Ａ－１）成分と（Ａ－２）成分とを組
み合わせて用いることができる。
【００４４】
　（Ｂ）成分は、（Ａ）成分を重合させて樹脂ペースト組成物を硬化させるための成分で
あり、加熱及び／又は光照射によってラジカルを発生する化合物であることが好ましい。
（Ｂ）成分としては、熱重合開始剤、光重合開始剤が挙げられる。なお、（Ｂ）成分は一
種を単独で又は二種以上を組み合わせて用いることができる。
【００４５】
　熱重合開始剤としては、例えば、アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－アゾビス（
４－メトキシ－２，４－ジメチルバレロニトリル）等のアゾ系ラジカル開始剤；１，１，
３，３－テトラメチルブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、１，１－ビス（ｔ
－ブチルパーオキシ）シクロヘキサン、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）シクロド
デカン、ジ－ｔ－ブチルパーオキシイソフタレート、ｔ－ブチルパーベンゾエート、ジク
ミルパーオキサイド、ｔ－ブチルクミルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ
（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオ
キシ）ヘキシン、クメンハイドロパーオキサイド、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルヘ
キサノエート、ｔ－ヘキシルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、２，５－ジメチル
－２，５－ビス（２－エチルヘキサノイルパーオキシ）へキサン等の過酸化物；が挙げら
れる。
【００４６】
　光重合開始剤としては、例えば、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－
メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノ－１－プロパノン等の
アセトフェノン類；２，４－ジメチルチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン
、２－クロロチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサントン等のチオキサント
ン類；アセトフェノンジメチルケタール、ベンジルジメチルケタール等のケタール類；ベ
ンゾフェノン、４，４’－ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４
’－メチルジフェニルサルファイド等のベンゾフェノン類；２，４，６－トリメチルベン
ゾイルジフェニルホスフィンオキサイド等のホスフィンオキサイド類；が挙げられる。
【００４７】
　（Ｂ）成分としては、樹脂ペースト組成物の硬化物中におけるボイドと呼ばれる空隙の
発生を低減できるため、過酸化物が好ましい。また、樹脂ペースト組成物の硬化性及び粘
度安定性が一層向上することから、過酸化物の１０時間半減期温度は、７０～１７０℃で
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あることが好ましい。ここで半減期とは、一定温度における、過酸化物が分解してその活
性酸素量が１／２になるまでに要する時間を示し、１０時間半減期温度とは、半減期が１
０時間となる温度を示す。
【００４８】
　半減期は、例えば、以下のようにして測定することができる。まず、ラジカルに対して
比較的不活性な溶液、例えばベンゼンを使用して、０．１ｍｏｌ／ｌ濃度の過酸化物溶液
を調整し、窒素置換を行ったガラス管中に密閉する。そして、所定温度にセットした恒温
槽に浸し、熱分解させる。一般的に過酸化物の分解は近似的に一次反応として取り扱うこ
とができるので、ｔ時間後までに分解した過酸化物の濃度ｘ、分解速度定数ｋ、時間ｔ、
初期過酸化物濃度ａとすると、下記式（ｉ）が成り立つ。
　　ｄｘ／ｄｔ＝ｋ（ａ－ｘ）　　（ｉ）
　そして、式（ｉ）を変形すると式（ｉｉ）になる。
　　ｌｎ　ａ／（ａ－ｘ）＝ｋｔ　　（ｉｉ）
　半減期は、分解により過酸化物濃度が初期の半分に減ずるまでの時間であるので、半減
期をｔ１／２で示し、式（ｉｉ）のｘにａ／２を代入すると、式（ｉｉｉ）になる。
　　ｋｔ１／２＝ｌｎ２　　（ｉｉｉ）
　したがって、ある一定温度で熱分解させ、得られた直線の傾きから分解速度定数ｋを求
め、式（ｉｉｉ）からその温度における半減期（ｔ１／２）を求めることができる。
【００４９】
　（Ｂ）成分の含有量は、（Ａ）成分の総量１００質量部に対して０．１～１０質量部で
あることが好ましく、２～７質量部であることがより好ましい。（Ｂ）成分の含有量が０
．１質量部以上であると樹脂ペースト組成物の硬化性が一層良好となる。また、（Ｂ）成
分の含有量が１０質量部を超えると、樹脂ペースト組成物の硬化時に揮発分が多く発生し
、樹脂ペースト組成物の硬化物中にボイドと呼ばれる空隙が生じやすくなる傾向がある。
（Ｂ）成分は、一種を単独で又は二種以上を組み合わせて用いることができる。
【００５０】
　（Ｃ）成分は、樹脂ペースト組成物の硬化物に熱伝導性等の特性を付与する成分である
。
【００５１】
　（Ｃ）成分としては、特に制限は無いが、例えば、金、銀、銅、ニッケル、鉄、アルミ
ニウム、ステンレス等を含む粉体が挙げられる。粉体の形状は、特に制限は無いが、例え
ば、球状、フレーク状等の形状が挙げられる。
【００５２】
　粉体の平均粒径は、０．０５～５０μｍであることが好ましく、０．１～３０μｍであ
ることがより好ましい。ここで、平均粒径は、レーザー光回折法を利用した粒度分布測定
装置でメジアン径として求めることができるものである。メジアン径とは個数基準の粒度
分布における累積率が５０％となる粒子径（Ｄ５０）の値を示す。
【００５３】
　樹脂ペースト組成物は、（Ｃ）成分として銀粉を含有することが好ましい。このような
樹脂ペースト組成物は、高熱伝導特性に一層優れるとともに、樹脂成分と充填材との親和
性が一層向上し、ブリードアウトが一層抑制される。
【００５４】
　（Ｃ）成分の含有量は、樹脂ペースト組成物の総量に対して６０～９５質量％であるこ
とが好ましく、７０～９３質量％であることがより好ましい。（Ｃ）成分の含有量が上記
範囲であると、十分な高熱伝導特性が得られるとともに、上記本発明の効果が一層顕著に
奏される。
【００５５】
　（Ｄ）成分は、環式モノテルペン骨格を有する化合物である。ここで環式モノテルペン
骨格は、１０個の炭素原子からなるモノテルペン骨格のうち、環構造を有するものをいい
、環式モノテルペン骨格には、単環式のモノテルペン骨格及び二環式のモノテルペン骨格
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が含まれる。
【００５６】
　単環式モノテルペン骨格としては、例えば、下記式（３－１）、（３－２）、（３－３
）、（３－４）で表される炭素骨格が挙げられる。
【００５７】
【化５】

【００５８】
　二環式モノテルペン骨格としては、例えば、下記式（４－１）、（４－２）、（４－３
）、（４－４）、（４－５）で表される炭素骨格が挙げられる。
【００５９】
【化６】

【００６０】
　（Ｄ）成分において、環式モノテルペン骨格を構成する炭素原子間の結合のうち、全て
の結合が単結合であってもよく、一部が不飽和結合であってもよい。また、（Ｄ）成分に
おいて、環式モノテルペン骨格を構成する炭素原子には、ヒドロキシル基、アシルオキシ
基等が結合していてもよい。
【００６１】
　単環式モノテルペン骨格を有する化合物としては、ｐ－メンタン、ｄ－リモネン、ター
ピネオール、ジヒドロターピネオール、ジヒドロターピニルアセテート等が挙げられる。
【００６２】
　ターピネオールとしては、式（５－１）で表されるα－テルピネオール、式（５－２）
で表されるβ－テルピネオール、式（５－３）で表されるγ－テルピネオール、式（５－
４）で表されるテルピネオールが挙げられ、これらの混合物を用いることもできる。
【００６３】

【化７】

【００６４】
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　ターピネオールとしては、例えば、ガムテレビン油から誘導されるα－ターピネオール
、β－ターピネオール及びγ－ターピネオールの異性体混合物である「ターピネオールＣ
」（日本テルペン化学株式会社製、商品名）が商業的に入手可能である。
【００６５】
　ジヒドロターピネオールとしては、式（６－１）で表される化合物、式（６－２）で表
される化合物が挙げられる。
【００６６】
【化８】

【００６７】
　ジヒドロターピネオールとしては、例えば、ガムテレビン油から誘導されるターピネオ
ールの異性体混合物に水素添加したものを、日本テルペン化学株式会社より商業的に入手
可能である。
【００６８】
　ジヒドロターピニルアセテートとしては、式（７－１）で表される化合物、式（７－２
）で表される化合物が挙げられる。なお、式中、Ａｃはアセチル基を示す。
【００６９】
【化９】

【００７０】
　ジヒドロターピニルアセテートとしては、例えば、ガムテレビン油から誘導されるター
ピネオールの異性体混合物に水素添加してエステル化したものを、日本テルペン化学株式
会社より商業的に入手可能である。
【００７１】
　二環式モノテルペン骨格を有する化合物としては、ピナン、イソボルニルチオシアノア
セテート、４－［１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル］
シクロヘキサノール（「イソボニルシクロヘキサノール」ともいう。）、２，６，６－ト
リメチルビシクロ［３．１．１］ヘプタン、２，６，６－トリメチルビシクロ［３．３．
１］ヘプト－２－エン（「α－ピネン」ともいう。）等が挙げられる。
【００７２】
　二環式モノテルペン骨格を有する化合物としては、下記式（８－１）、（８－２）又は
（８－３）で表される化合物が好ましい。
【００７３】
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【化１０】

【００７４】
　式中、Ｒ１５、Ｒ１６及びＲ１７はそれぞれ独立に、水素原子、炭素数１～１０のアル
キル基又はヒドロキシシクロヘキシル基を示す。
【００７５】
　樹脂ペースト組成物は、（Ｄ）成分として式（８－１）、（８－２）又は（８－３）で
表される化合物を含有することが好ましい。また、（Ｄ）成分は、一種を単独で又は二種
以上を組み合わせて用いることができる。
【００７６】
　（Ｄ）成分の含有量は、樹脂ペースト組成物の総量に対して１～１０質量％であること
が好ましく、２～７質量％であることがより好ましく、２～５質量％であることがさらに
好ましい。（Ｄ）成分の含有量が１質量％以上であると、樹脂ペースト組成物の作業性が
一層向上する傾向にある。また、（Ｄ）成分の含有量が１０質量％を超えると、樹脂ペー
スト組成物の硬化時にボイドと呼ばれる空隙が生じやすくなる傾向がある。すなわち、（
Ｄ）成分の含有量を１０質量％以下とすることで、ボイドの発生が十分に抑制される。
【００７７】
　樹脂ペースト組成物は、上記以外の成分を含有していてもよく、例えば、樹脂ペースト
組成物は、可とう化剤（以下、場合により「（Ｅ）成分」と称する。）をさらに含有して
いてもよい。可とう化剤は、樹脂ペースト組成物の硬化物に可とう性を付与する成分であ
る。樹脂ペースト組成物に（Ｅ）成分を添加することによって、熱膨張又は収縮に対する
応力緩和の効果が得られる。
【００７８】
　（Ｅ）成分としては、例えば、液状ゴム、熱可塑性樹脂が挙げられる。液状ゴムとして
は、例えば、ポリブタジエン、エポキシ化ポリブタジエン、マレイン化ポリブタジエン、
アクリロニトリルブタジエンゴム、カルボキシ基を有するアクリロニトリルブタジエンゴ
ム、アミノ末端アクリロニトリルブタジエンゴム、ビニル末端アクリロニトリルブタジエ
ンゴム、スチレンブタジエンゴム等のポリブタジエン骨格を有する液状ゴムが挙げられる
。
【００７９】
　液状ゴムの数平均分子量は、５００～１００００であることが好ましく、１０００～５
０００であることがより好ましい。数平均分子量が５００以上であると、可とう化効果に
一層優れ、１００００以下であると、可とう化剤による樹脂ペースト組成物の粘度上昇が
十分に抑えられ、作業性が一層良好になる。なお、数平均分子量は、ゲルパーミエーショ
ンクロマトグラフィーにより標準ポリスチレンの検量線を利用して測定（以下、ＧＰＣ法
という）した値である。
【００８０】
　熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリル酸アルキル等のアクリ
ル樹脂、ε－カプロラクトン変性ポリエステル、フェノキシ樹脂、ポリイミド等の熱可塑
性樹脂が挙げられる。
【００８１】
　熱可塑性樹脂の数平均分子量は、１００００～３０００００であることが好ましく、２
００００～２０００００であることがより好ましい。数平均分子量が１００００以上であ
ると、可とう化効果に一層優れ、３０００００以下であると、可とう化剤による樹脂ペー
スト組成物の粘度上昇が十分に抑えられ、作業性が一層良好になる。なお、数平均分子量
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は、ＧＰＣ法により測定した値である。
【００８２】
　樹脂ペースト組成物は、硬化物の弾性率をより低減できる観点から、（Ｅ）成分として
エポキシ化ポリブタジエンを含有することが好ましい。
【００８３】
　エポキシ化ポリブタジエンは、一般に市販されているポリブタジエンを、過酸化水素水
、過酸類等によりエポキシ化することによって容易に得ることができる。
【００８４】
　エポキシ化ポリブタジエンとしては、例えば、Ｂ－１０００、Ｂ－３０００、Ｇ－１０
００、Ｇ－３０００（以上、日本曹達（株）製）、Ｂ－１０００、Ｂ－２０００、Ｂ－３
０００、Ｂ－４０００（以上、日本石油（株）製）、Ｒ－１５ＨＴ、Ｒ－４５ＨＴ、Ｒ－
４５Ｍ（以上、出光石油（株）製）、エポリードＰＢ－３６００、エポリードＰＢ－４７
００（以上、ダイセル化学工業（株）製）等が市販品として入手可能である。エポキシ化
ポリブタジエンのオキシラン酸素濃度は、３～１８％であることが好ましく、５～１５％
であることがより好ましい。
【００８５】
　また、樹脂ペースト組成物は、硬化物の弾性率をより低減できるとともに、ダイシェア
強度をより向上できる観点からは、（Ｅ）成分としてカルボキシ基を有するアクリロニト
リルブタジエンゴムを含有することが好ましい。カルボキシ基を有するアクリロニトリル
ブタジエンゴムとしては、式（９）で表される化合物が好ましい。
【００８６】

【化１１】

【００８７】
　式中、ｍは５～５０の整数を示し、ａ及びｂはそれぞれ独立に１以上の整数を示す。ａ
とｂの比（ａ／ｂ）は、９５／５～５０／５０であることが好ましい。
【００８８】
　式（９）で表される化合物としては、例えば、Ｈｙｃａｒ　ＣＴＢＮ－２００９×１６
２，ＣＴＢＮ－１３００×３１，ＣＴＢＮ－１３００×８、ＣＴＢＮ－１３００×１３、
ＣＴＢＮ－１００９ＳＰ－Ｓ、ＣＴＢＮＸ－１３００×９（いずれも宇部興産株式会社製
）が市販品として入手可能である。
【００８９】
　樹脂ペースト組成物は、作業性及び接着強度が一層向上する観点から、（Ｅ）成分とし
てエポキシ化ポリブタジエンとカルボキシル基を有するアクリロニトリルブタジエンゴム
とを併用することが好ましい。
【００９０】
　（Ｅ）成分の含有量は、（Ａ）成分１００質量部に対して１０～２００質量部であるこ
とが好ましく、２０～１００質量部であることがより好ましく、４０～８０質量部である
ことがさらに好ましい。（Ｅ）成分の含有量が１０質量部以上であると、可とう化効果に
一層優れ、２００質量部以下であると、可とう化剤による樹脂ペースト組成物の粘度上昇
が十分に抑えられ、作業性が一層良好になる。
【００９１】
　樹脂ペースト組成物は、エポキシ樹脂（以下、場合により「（Ｆ）成分」と称する。）
及びエポキシ樹脂硬化剤（以下、場合により「（Ｇ）成分」と称する。）をさらに含有し
ていてもよい。
【００９２】
　（Ｆ）成分としては、１分子中に２個以上のエポキシ基を有する化合物が挙げられる。
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このような化合物としては、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノール
Ｆ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキ
シ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、多官能エポキシ樹脂、ナフタレン骨格を
有するエポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、アミン型エポキシ樹脂、レゾルシン型エポキ
シ樹脂、ネオペンチルグリコール型エポキシ樹脂、ヘキサンディネルグリコール型エポキ
シ樹脂、エチレン・プロピレングリコール型エポキシ樹脂、下記式（１０）で表されるエ
ポキシ樹脂が挙げられる。
【００９３】
【化１２】

【００９４】
　式中、ｖは０～５の整数を示す。
【００９５】
　ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂としては、ＡＥＲ－Ｘ８５０１（旭化成工業（株）、
商品名）、Ｒ－３０１（油化シェルエポキシ（株）、商品名）、ＹＬ－９８０（油化シェ
ルエポキシ（株）、商品名）等を用いることができる。また、ビスフェノールＦ型エポキ
シ樹脂としては、ＹＤＦ－１７０（東都化成（株）、商品名）等を用いることができる。
また、ビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂としては、Ｒ－１７１０（三井化学工業（株）
、商品名）等を用いることができる。
【００９６】
　また、フェノールノボラック型エポキシ樹脂としては、Ｎ－７３０Ｓ（大日本インキ化
学工業（株）、商品名）、Ｑｕａｔｒｅｘ－２０１０（ダウ・ケミカル社、商品名）等を
用いることができる。また、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂としては、ＹＤＣＮ－
７０２Ｓ（東都化成（株）、商品名）、ＥＯＣＮ－１００（日本化薬（株）、商品名）等
を用いることができる。
【００９７】
　また、多官能エポキシ樹脂としては、ＥＰＰＮ－５０１（日本化薬（株）、商品名）、
ＴＡＣＴＩＸ－７４２（ダウ・ケミカル社、商品名）、ＶＧ－３０１０（三井化学（株）
、商品名）、１０３２Ｓ（油化シェルエポキシ（株）、商品名）等を用いることができる
。また、ナフタレン骨格を有するエポキシ樹脂としては、ＨＰ－４０３２（大日本インキ
化学工業（株）、商品名）等を用いることができる。
【００９８】
　また、脂環式エポキシ樹脂としては、ＣＥＬー３０００（ダイセル化学工業（株）、商
品名）、Ｅ－１０００－６．５（日本石油化学（株）、商品名）等を用いることができる
。また、アミン型エポキシ樹脂としては、ＥＬＭ－１００（住友化学工業（株）、商品名
）、ＹＨ－４３４Ｌ（東都化成（株）、商品名）等を用いることができる。また、レゾル
シン型エポキシ樹脂としては、デナコールＥＸ－２０１（ナガセ化成工業（株）、商品名
）等を用いることができる。
【００９９】
　また、ネオペンチルグリコール型エポキシ樹脂としては、デナコールＥＸ－２１１（ナ
ガセ化成工業（株）、商品名）等を用いることができる。また、ヘキサンディネルグリコ
ール型エポキシ樹脂としては、デナコールＥＸ－２１２（ナガセ化成工業（株）、商品名
）を用いることができる。また、エチレン・プロピレングリコール型エポキシ樹脂として
は、デナコールＥＸ－８１０、８１１、８５０、８５１、８２１、８３０、８３２、８４
１、８６１（ナガセ化成工業（株）、商品名）等を用いることができる。また、式（１０
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）で表されるエポキシ樹脂としては、Ｅ－ＸＬ－２４、Ｅ－ＸＬ－３Ｌ（三井化学（株）
、商品名）等を用いることができる。
【０１００】
　上記のうち、１分子中に２個以上のエポキシ基を有する化合物としては、ビスフェノー
ルＦ型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂が好ましい。
【０１０１】
　また、（Ｆ）成分には、１分子中に１個のエポキシ基を有する化合物（以下、場合によ
り「単官能エポキシ樹脂」と称する。）も含まれる。
【０１０２】
　単官能エポキシ樹脂としては、例えば、フェニルグリシジルエーテル、アルキルフェノ
ールモノグリシジルエーテル、脂肪族モノグリシジルエーテル、３－グリシドキシプロピ
ルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、１－（３－
グリシドキシプロピル）－１，１，３，３，３－ペンタメチルジシロキサンが挙げられる
。
【０１０３】
　単官能エポキシ樹脂の市販品としては、ＰＧＥ（日本化薬（株）、商品名、フェニルグ
リシジルエーテル）、ＰＰ－１０１（東都化成（株）、商品名、アルキルフェノールモノ
グリシジルエーテル）、ＥＤ－５０２（旭電化工業（株）、商品名、脂肪族モノグリシジ
ルエーテル）、ＥＤ－５０９（旭電化工業（株）、商品名、アルキルフェノールモノグリ
シジルエーテル）、ＹＥＤ－１２２（油化シェルエポキシ（株）、商品名、アルキルフェ
ノールモノグリシジルエーテル）、ＫＢＭ－４０３（信越化学工業（株）、商品名、３－
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）、ＴＳＬ－８３５０、ＴＳＬ－８３５５、Ｔ
ＳＬ－９９０５（東芝シリコーン（株）、商品名、３－グリシドキシプロピルトリメトキ
シシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、１－（３－グリシドキシ
プロピル）－１，１，３，３，３－ペンタメチルジシロキサン）等が挙げられる。
【０１０４】
　単官能エポキシ樹脂は、樹脂ペースト組成物の特性を阻害しない範囲で使用されること
が好ましく、（Ｆ）成分の総量に対して１０質量％以下で使用されることが好ましく、１
～５質量％以下で使用されることがより好ましい。
【０１０５】
　（Ｆ）成分としては、数平均分子量が１６０～３０００であるエポキシ樹脂が好ましい
。ここで数平均分子量は、ＧＰＣ法により測定した値である。また、（Ｆ）成分としては
、エポキシ当量が８０～１０００であるエポキシ樹脂が好ましく、１００～５００である
エポキシ樹脂がより好ましい。
【０１０６】
　（Ｆ）成分の含有量は、ダイシェア強度が一層向上する観点から、（Ａ）成分の総量１
００質量部に対して１～１００質量部であることが好ましく、２～３０質量部であること
がより好ましく、５～２０質量部であることがさらに好ましい。（Ｆ）成分は、一種を単
独で又は二種以上を組み合わせて用いることができる。
【０１０７】
　（Ｇ）成分は、（Ｆ）成分を重合させて樹脂ペースト組成物を硬化させるための成分で
ある。（Ｇ）成分としては、特に制限は無いが、ジシアンジアミド、下記式（１１）で表
される化合物（二塩基酸ジヒドラジドともいう。）、エポキシ樹脂とアミン化合物との反
応物からなるマイクロカプセル型硬化剤、イミダゾール化合物等が挙げられる。
【０１０８】
【化１３】

【０１０９】
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　式中、Ｒ１８はアリーレン基又は炭素数２～１２のアルキレン基を示す。アルキレン基
は直鎖状であっても分岐状であってもよい。また、アリーレン基としては、ｐ－フェニレ
ン基、ｍ－フェニレン基等が挙げられる。
【０１１０】
　イミダゾール化合物としては、２－メチルイミダゾール、２－ウンデシルイミダゾール
、２－ヘプタデシルイミダゾール、１，２－ジメチルイミダゾール、２－エチル－４－メ
チルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール、２－フェニル－４－メチルイミダゾール
、１－ベンジル－２－メチルイミダゾール、１－ベンジル－２－フェニルイミダゾール、
２－フェニルイミダゾールイソシアヌル酸付加物、等が挙げられる。
【０１１１】
　式（１１）で表される化合物としては、ＡＤＨ、ＰＤＨ、ＳＤＨ（いずれも日本ヒドラ
ジン工業（株）、商品名）等を用いることができ、マイクロカプセル型硬化剤としては、
ノバキュア（旭化成工業（株）、商品名）等を用いることができ、イミダゾール化合物と
しては、キュアゾール、２Ｐ４ＭＨＺ、Ｃ１７Ｚ、２ＰＺ－ＯＫ（いずれも四国化成（株
）製、商品名）等を用いることができる。
【０１１２】
　（Ｇ）成分の含有量は、（Ａ）成分の総量１００質量部に対して０．１～２０質量部で
あることが好ましく、１～１０質量部であることがより好ましく、２～５質量部であるこ
とが特に好ましい。（Ｇ）成分の含有量が上記範囲であると、硬化性及び保存安定性の双
方に優れる樹脂ペースト組成物が得られる。なお、（Ｇ）成分は、一種を単独で又は二種
以上を組み合わせて用いることができる。
【０１１３】
　（Ｆ）成分及び（Ｇ）成分を含有する樹脂ペースト組成物は、必要に応じてさらに硬化
促進剤を含有していてもよい。
【０１１４】
　硬化促進剤としては、有機ボロン塩化合物、三級アミン類又はその塩、イミダゾール化
合物等が挙げられる。
【０１１５】
　有機ボロン塩化合物としては、ＥＭＺ・Ｋ、ＴＰＰＫ（北興化学工業（株）製、商品名
）等を用いることができる。また、三級アミン類又はその塩としては、ＤＢＵ、Ｕ－ＣＡ
Ｔ１０２、１０６、８３０、８４０、５００２（いずれもサンアプロ社、商品名）等を用
いることができる。また、イミダゾール化合物としては、キュアゾール、２Ｐ４ＭＨＺ、
Ｃ１７Ｚ、２ＰＺ－ＯＫ（いずれも四国化成（株）商品名）等を用いることができる。
【０１１６】
　硬化促進剤の含有量は、（Ｆ）成分の総量１００質量部に対して２０質量部以下である
ことが好ましい。また、硬化促進剤は、一種を単独で又は二種以上を組み合わせて用いる
ことができる。
【０１１７】
　樹脂ペースト組成物は、カップリング剤をさらに含有していてもよい。カップリング剤
としては、特に制限はなく、シランカップリング剤、チタネート系カップリング剤、アル
ミニウム系カップリング剤、ジルコネート系カップリング剤、ジルコアルミネート系カッ
プリング剤等の各種のものが用いられる。カップリング剤は、一種を単独で又は二種以上
を組み合わせて用いることができる。
【０１１８】
　シランカップリング剤としては、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラ
ン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシ
ラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニル－トリス（２－
メトキシエトキシ）シラン、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタ
クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、メチルトリ（メタクリロキシエトキシ）シ
ラン、γ－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシ
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シラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミ
ノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルメチル
ジメトキシシラン、Ｎ－β－（Ｎ－ビニルベンジルアミノエチル）－γ－アミノプロピル
トリメトキシシラン、γ－アニリノプロピルトリメトキシシラン、γ－ウレイドプロピル
トリメトキシシラン、γ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン、３－（４，５－ジヒド
ロイミダゾリル）プロピルトリエトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル
）エチルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリ
シドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジイソプロ
ペノキシシラン、メチルトリグリシドキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシ
シラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルメチルジ
メトキシシラン、トリメチルシリルイソシアネート、ジメチルシリルイソシアネート、フ
ェニルシリルトリイソシアネート、テトライソシアネートシラン、メチルシリルトリイソ
シアネート、ビニルシリルトリイソシアネート、エトキシシラントリイソシアネート等が
挙げられる。
【０１１９】
　チタネート系カップリング剤としては、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート
、イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピルトリス（ジオ
クチルパイロホスフェート）チタネート、テトライソプロピルビス（ジオクチルホスファ
イト）チタネート、テトラオクチルビス（ジトリデシルホスファイト）チタネート、テト
ラ（２，２－ジアリルオキシメチル－１－ブチル）ビス（ジ－トリデシル）ホスファイト
チタネート、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）オキシアセテートチタネート、ビス
（ジオクチルパイロホスフェート）エチレンチタネート、イソプロピルトリオクタノイル
チタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプロピル（ジ
オクチルホスフェート）チタネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、イソ
プロピルトリ（Ｎ－アミノエチル・アミノエチル）チタネート、ジクミルフェニルオキシ
アセテートチタネート、ジイソステアロイルエチレンチタネート等が挙げられる。
【０１２０】
　アルミニウム系カップリング剤としては、アセトアルコキシアルミニウムジイソプロピ
オネート等が挙げられる。
【０１２１】
　ジルコネート系カップリング剤としては、テトラプロピルジルコネート、テトラブチル
ジルコネート、テトラ（トリエタノールアミン）ジルコネート、テトライソプロピルジル
コネート、ジルコニウムアセチルアセトネートアセチルアセトンジルコニウムブチレート
、ステアリン酸ジルコニウムブチレート等が挙げられる。
【０１２２】
　カップリング剤の含有量は、（Ａ）成分の総量１００質量部に対して０．１～３０質量
部であることが好ましく、１～２０質量部であることがより好ましく、２～１５質量部で
あることがさらに好ましい。カップリング剤の含有量が０．１質量部以上であると、接着
強度が一層向上する傾向がある。また、カップリング剤の含有量が３０質量部を超えると
、樹脂ペースト組成物の硬化時に揮発分が多く発生し、樹脂ペースト組成物の硬化物中に
ボイドと呼ばれる空隙が生じやすくなる傾向がある。
【０１２３】
　樹脂ペースト組成物は、有機溶剤をさらに含有していてもよい。本実施形態に係る樹脂
ペースト組成物においては、（Ｄ）成分により低粘度化が達成されるため、必ずしも有機
溶剤を配合する必要はないが、（Ｄ）成分によるブリードアウト抑制効果を得つつ、更に
樹脂ペースト組成物の粘度を低減させるために、有機溶剤を配合することもできる。
【０１２４】
　有機溶剤としては、樹脂ペースト組成物の硬化時のボイド発生を抑制するため、ブチル
セロソルブ、カルビトール、酢酸ブチルセロソルブ、酢酸カルビトール、エチレングリコ
ールジエチルエーテル、ジプロピレングリコ－ルメチルエ－テルアセテ－ト、ジプロピレ
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ングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ－ｎ－メチルエー
テル等の比較的沸点の高い有機溶剤が好ましい。
【０１２５】
　有機溶媒の含有量は、ブリードアウト抑制効果を十分に維持するため、（Ｄ）成分の総
量１００質量部に対して１００質量部以下であることが好ましく、５０質量部以下である
ことがより好ましく、３０質量部以下であることがさらに好ましい。
【０１２６】
　樹脂ペースト組成物は、さらに必要に応じて、酸化カルシウム、酸化マグネシウム等の
吸湿剤；フッ素系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、高級脂肪酸等の濡れ向上剤；シリ
コーン油等の消泡剤；無機イオン交換体等のイオントラップ剤；等を、適宜組み合わせて
添加することができる。
【０１２７】
　本実施形態に係る樹脂ペースト組成物は、上述した各成分を一括して又は分割して、撹
拌器、ライカイ器、３本ロール、プラネタリーミキサー等の分散・溶解装置を適宜組み合
わせた装置に投入し、必要に応じて加熱して、混合、溶解、解粒混練又は分散して均一な
ペースト状とすることにより得ることができる。
【０１２８】
　樹脂ペースト組成物の２５℃における粘度は、作業性の観点から、３０～２５０Ｐａ・
ｓであることが好ましく、４０～２２０Ｐａ・ｓであることがより好ましく、５０～１５
０Ｐａ・ｓであることがさらに好ましい。
【０１２９】
　本実施形態に係る半導体装置は、支持部材と、半導体素子と、支持部材及び半導体素子
の間に配置され、支持部材及び半導体素子を接着する接着層と、を備え、接着層が上記樹
脂ペースト組成物の硬化物を含むものである。このような半導体装置は、上記樹脂ペース
ト組成物の硬化物により、支持部材と半導体素子とが接着されているため、ブリードアウ
トが生じ難く、信頼性に優れる。
【０１３０】
　支持部材としては、例えば、４２アロイリードフレーム、銅リードフレーム等のリード
フレーム、ガラスエポキシ基板（ガラス繊維強化エポキシ樹脂からなる基板）、ＢＴ基板
（シアネートモノマー及びそのオリゴマーとビスマレイミドからなるＢＴレジン使用基板
）等の有機基板が挙げられる。
【０１３１】
　上記樹脂ペースト組成物を用いて半導体素子を支持部材上に接着する方法としては、例
えば、以下の方法が挙げられる。
【０１３２】
　まず、支持部材上に樹脂ペースト組成物をディスペンス法、スクリーン印刷法、スタン
ピング法等の方法で塗布して、樹脂層を形成する。次いで、樹脂層の支持基材と反対側の
面から半導体素子を圧着し、その後、オーブン、ヒートブロック等の加熱装置を用いて、
樹脂層を加熱硬化する。これにより、支持部材上に半導体素子が接着される。
【０１３３】
　支持部材上に半導体素子を接着した後、必要に応じてワイヤボンド工程、封止工程、等
を行うことにより、本実施形態に係る半導体装置を得ることができる。なお、ワイヤボン
ド工程及び封止工程としては、従来公知の方法を採用することができる。
【０１３４】
　上記加熱硬化は、例えば、加熱温度８０～１５０℃（好ましくは１００～１２５℃）、
加熱時間５分～３時間（好ましくは１５分～１．５時間）の条件で行うことあｇできる。
【０１３５】
　通常、支持部材として有機基板を用いる場合には、有機基板が吸着した水分が接着時の
加熱により蒸発してボイドの原因となるおそれがあるため、組み立て前に有機基板の乾燥
を行うことが好ましい。
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【０１３６】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。
【実施例】
【０１３７】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されるも
のではない。
【０１３８】
　実施例及び比較例で用いた成分を以下に例示する。
【０１３９】
（１）（メタ）アクリル酸エステル化合物（（Ａ）成分）
・ＦＡ－５１２Ａ（日立化成工業（株）製の商品名、シクロペンテニルオキシエチルアク
リレート、表中「ＦＡ－５１２Ａ」と表す。）
・ＫＡＹＡＲＡＤ　Ｒ－５５１（日本化薬（株）製、ビスフェノールＡテトラエトキシジ
アクリレート、表中「Ｒ－５５１」と表す。）
（２）重合開始剤（（Ｂ）成分）
・ジクミルパーオキサイド（表中「Ｂ－１」と表す。）
（３）充填材（（Ｃ）成分）
・ＴＣＧ－１（徳力化学研究所（株）製銀粉の商品名、形状：フレーク、一次粒子の平均
粒径：２μｍ、表中「ＴＣＧ－１」と表す。）
・ＴＣ－８７（徳力化学研究所（株）製銀粉の商品名、形状：フレーク、一次粒子の平均
粒径：６μｍ、表中「ＴＣ－８７」と表す。）
（４）環式モノテルペン骨格を有する化合物（（Ｄ）成分）
・テルソルブ　ＭＴＰＨ（日本テルペン化学（株）製の商品名、イソボニルシクロヘキサ
ノール、表中「ＭＴＰＨ」と表す。）
・テレビン油（日本テルペン化学（株）製の商品名、２，２，６－トリメチルビシクロ［
３，１，１］ヘプト－２－エン、表中「テレビン油」と表す。）
・ピナン（日本テルペン化学（株）製の商品名、２，２，６－トリメチルビシクロ［３，
１，１］ヘプタン、表中「ピナン」と表す。）
（５）可とう化剤（（Ｅ）成分）
・ＣＴＢＮ１３００×３１（宇部興産（株）製カルボキシ末端アクリロニトリルブタジエ
ン共重合体の商品名、数平均分子量：１００００、表中「ＣＴＢＮ」と表す。）
・ＰＢ－４７００（ダイセル化学工業（株）製エポキシ化ポリブタジエンの商品名、数平
均分子量：３５００、表中「ＰＢ－４７００」と表す。）
（６）エポキシ樹脂（（Ｆ）成分）
・ＹＤＣＮ－７００－７（東都化成（株）製クレゾールノボラック型エポキシ樹脂の商品
名、表中「ＹＤＣＮ」と表す。）
（７）エポキシ樹脂硬化剤（（Ｇ）成分）
・ジシアンジアミド（商品名「ｊＥＲキュアＤＩＣＹ７」、ジャパンエポキシレジン（株
）製、表中「ＤＩＣＹ」と表す。）
（８）カップリング剤
・γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（商品名：ＫＢＭ－４０３、信越化学工
業（株）製、表中「ＫＢＭ－４０３」と表す。）
（９）有機溶剤
・ＤＰＭＡ（ダイセル化学工業（株）製の商品名、ジプロピレングリコ－ルメチルエ－テ
ルアセテ－ト、表中「ＤＰＭＡ」と表す。）
・ＢＦＤＧ（日本乳化剤（株）製の商品名、ジプロピレングリコールモノ－ｎ－ブチルエ
ーテル、表中「ＢＦＤＧ」と表す。）
・酢酸ブチルセロソルブ（商品名「エチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテルアセタ
ート」、東京化成工業（株）製、表中「ＢＣＡ」と表す。）
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【０１４０】
（実施例１～７、比較例１～４）
　表１又は表２に示す配合割合（質量比）で各成分を混合し、ライカイ機を用いて混練し
た後、６６６．６１Ｐａ（５トル（Ｔｏｒｒ））以下で３０分間脱泡処理を行い、樹脂ペ
ースト組成物を得た。
【０１４１】
　得られた樹脂ペースト組成物の特性（粘度、ダイシェア強度、ブリードアウト）を以下
の方法で測定した。結果は表１又は表２に示すとおりであった。
【０１４２】
（粘度の測定）
　ＥＨＤ型回転粘度計（東京計器社製）、３°ｃｏｎｅ　ｒｏｔｏｒを用いて、０．５ｒ
ｐｍ、２５℃における粘度（Ｐａ・ｓ）を測定した。
【０１４３】
（ダイシェア強度の測定）
　樹脂ペースト組成物を、Ａｇめっき付き銅リードフレームのダイパッド部（サイズ：９
ｍｍ×１１ｍｍ）上に、直径約１．５ｍｍの円形に塗布し、この上に４．５ｍｍ×６．５
ｍｍのＡｇメッキ付きＳｉチップ（厚さ約０．４ｍｍ）を圧着してダイパッド部とＳｉチ
ップの間に樹脂ペースト組成物を展延させ、さらにオーブンで１８０℃まで３０分で昇温
し、１８０℃で１時間硬化させ、試験サンプルを得た。
【０１４４】
　得られた試験サンプルについて、自動接着力試験装置（ＢＴ４０００、Ｄａｇｅ社製）
を用い、熱時（２６０℃で２０秒保持後）の剪断接着強度（Ｎ／チップ）を測定した。な
おダイシェア強度の測定は２０個の試験サンプルについて行い、その平均値を評価した。
【０１４５】
（ブリードアウトの評価）
　樹脂ペースト組成物を、Ａｇめっき付き銅リードフレーム及びＡｇリングめっき付き銅
リードフレームのダイパッド部（サイズ：９ｍｍ×１１ｍｍ）上に直径約１．５ｍｍの円
形に塗布し、２５℃で１時間放置した後、オーブンで１８０℃まで３０分で昇温し１８０
℃で１時間硬化させ、試験サンプルを得た。
【０１４６】
　得られた試験サンプルについて光学顕微鏡を用いて、硬化物からのＡｇめっき面及びＣ
ｕ面へのにじみ幅を観察測定した。なお樹脂ペースト組成物の塗布量は４００μｇとした
。
【０１４７】
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【表１】

【０１４８】
【表２】

【０１４９】
　表１及び表２に示すように、実施例１～７の樹脂ペースト組成物は、通常の溶剤のみを
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用いた比較例１～４の樹脂ペースト組成物と比較して、ブリードアウトの抑制に関して顕
著な効果が得られた。また、実施例１～７の樹脂ペースト組成物は、溶剤を用いなかった
比較例１と比較して、粘度が低く作業性に優れるものであった。また、実施例１～７の樹
脂ペースト組成物は、比較例２～４の樹脂ペースト組成物と比較して、同等の粘度及び接
着強度が得られた。すなわち、実施例１～７の樹脂ペースト組成物においては、低粘度化
とブリードアウトの低減化とが十分に両立された。
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